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2026-2031年中国AI服务器算力基材行业深度调研及发展趋势预测报告
报告简介
AI服务器算力基材是支撑人工智能服务器实现高效计算的核心物理基础，涵盖芯片、电路载体、散热与导电材料等关键组件。其核心在于通过多层次硬件协同，为AI模型训练与推理提供稳定、高速的计算环境。
从芯片层面看，算力基材以GPU、FPGA、ASIC等专用加速芯片为核心，这些芯片通过并行计算架构与矩阵运算优化，显著提升浮点运算性能，满足AI任务对大规模数据并行处理的需求。同时，CPU作为通用计算单元，与加速芯片形成异构计算系统，负责逻辑控制与任务调度，确保计算资源的高效分配。
电路载体方面，高频高速覆铜板(PCB)是连接芯片与外部设备的桥梁，其低介电损耗特性保障了数据传输的速度与稳定性，成为AI服务器提升算力的基础环节。此外，PCB上的导电线路依赖银浆等材料实现高精度互连，确保芯片间信号传输的可靠性。
散热与导电材料则直接关系到服务器的持续运行能力。铜作为主要的导电与散热介质，通过铜缆实现芯片内部与服务器间的电力与信号传输，同时以液冷板形式快速导出GPU等高热芯片产生的热量。铝则凭借轻量化与高导热性，被广泛应用于散热鳍片与结构支撑，在保障散热效果的同时降低系统重量。此外，锡基焊料作为电子互连的关键材料，将芯片、电容等元件精准固定于电路板，形成完整的计算单元。
这些基材通过技术融合与工艺优化，共同构建起AI服务器的高性能计算平台，不仅支撑了从基础算力到智能算力的跨越，更推动了AI技术在语音识别、图像处理等领域的广泛应用，成为数字化时代不可或缺的基础设施。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国AI服务器算力基材行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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